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As printed 


^ (54) Title: GALVANIZING SOLUTION FOR THE GALVANIC DEPOSITION OF COPPER 

g (54) Bezekhnung: GALVANISIERUNGSLOSUNG FOR DIE GALVAN1SCHE ABSCHEGDUNG VON KUPFER 

^ (57) Abstract: The invention relates to a novel galvanizing solution for the galvanic deposition of c op per. Hydnrcylamine sulfate or 
2^ hydroxylaznine hydrochloride are utilized as addition reagents and added to the galvanizing solution during the galvanic deposition 
^* of copper which is used in the manufacture of semiconductors. 

(57) Zusam rnenfassung: Die vorliegende Erfmdung betrifft einc neue Galvanisieningslosung fiir die gal vanische Abscheidang von 
Kupfec Daberi werden HyaYoxylaminsulfai und Hydroxy larainhydrochlorid als Additivreagenticn verwendet und der bci der galva- 
^ nischen Abscheidung von Kupfer in der HaJb&terprodulaion verwendoen Galvanisierungslosung zugesetzL 


